
（简略版，详细技术方案可加联系方式 15295690470 沟通）



文档版本 V1.0（2025-07-15）

1

目录

1 大压力阳极键合机简述 ............................................. 2

2 大压力阳极键合机功能与技术指标 ................................... 3

2.1 功能与技术指标 .................................................................................................................................. 3

3 产品技术路线 ..................................................... 5



文档版本 V1.0（2025-07-15）

2

大压力阳极键合机技术规格书

1 大压力阳极键合机简述

大压力阳极键合机是指利用阳极键合工艺将两片衬底进行键合的机器。阳极

键合工艺原理是利用热量和静电场的结合将两个表面（硅、部分金属、含碱玻璃

等）紧密结合在一起。它类似于直接键合，通常不需要中间层。但不同之处在于，

阳极键合依赖于高温和高电压作用下离子运动时在表面间产生的静电吸引，从而

使晶圆表面发生微观的弹性形变，实现紧密接触。同时，非桥氧离子和 Si 发生

阳极氧化反应，形成 Si-O-Si 键。该设备可配置高精度晶圆对准系统、先进的压

力与温度控制系统以及真空或气氛环境腔室，确保键合界面无空隙、低应力、高

强度和优异的电学/热学性能，是实现异构集成和超越摩尔定律的关键技术。

图 1 设备外观图
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2 大压力阳极键合机功能与技术指标

2.1 功能与技术指标

大压力阳极键合机的相关功能与技术指标如表 1所示。

表 1 大压力阳极键合机功能与技术指标

序号 功能

1 实现大压力阳极键合功能

2 实现大压力热压键合功能

序号 名称 技术参数

1 衬底尺寸 4、6、8 英寸圆片（可根据客户要求评估其他尺寸）

2 衬底厚度 0.5mm~3mm

3 衬底类型 硅、玻璃、SiC 等

4 温度范围 室温~500℃（其他温度区间可选配）

5 温度均匀性 ≤±1%

6 最大升温速率 15°C/min

7 温度控制偏差 升温速度 15°C/min 时，温度控制偏差≤5%

8 最大降温速率 10°C/min

9 最大压力 100kN

10 压力均匀性 ≤±5%

11 压力控制精度 ±0.5% F.S.

12 极限真空 1×10-3Pa

13 腔体漏率 ≤5x10-10Pa.m3/s
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14 真空抽速 大气压抽到 0.1Pa 时间≤30min

15 电压范围 0~2000V

16 电压控制精度 ±1.5%

17 电流范围 0-50mA

18 电流控制精度 ±1mA

19 工艺气路数量 2路（气体可选）
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3 产品技术路线

开机前检查

开机、启动软件 目测温度、压力、真空度是否正常。

松开腔盖法兰紧固螺

丝，打开腔体

在打开腔体前应先松开法兰紧固螺丝，然后软件操

作打开腔体。注：在软件执行打开关闭腔体时，操作

人员应与设备保持安全距离。

清洗晶圆片，并固定在

夹具上，将夹具放入腔

体

晶圆清洗方法可根据客户工艺不同自行决定。

关闭腔盖并锁紧法兰

紧固螺丝。

注：在工艺实验过程中要确保腔盖法兰紧固螺丝锁

紧，防止在施加工艺压力时发生危险。

载入工艺配方

执行工艺配方

打开腔体取出夹具 注：最好将温度降为室温或戴高温手套进行，防止烫伤。

清洁腔体

关闭腔体锁紧下法兰螺

丝

关机、切断 CDA

在设备不使用时应关闭腔体锁紧下法兰，防止过多水气进

入腔体，影响抽真空速率。

 单击“Start”按钮，程序会根据配方自动执行。

 配方执行完成后会自动停止；也可以中途人为停

止，即单击“Stop”按钮。

 电源是否接通。

 CDA 压力为 0.6MPa。


	1大压力阳极键合机简述
	2大压力阳极键合机功能与技术指标 
	2.1功能与技术指标

	3产品技术路线                                  

